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Patice procesoru (Socket) a Cipsety

Pri vybéru zakladni desky a procesoru musi oba tyto prvky odpovidat dvéma kritériim: fyzickému
(patice) a logickému (Cipset). Zatimco patice zajistuje, Ze procesor do desky fyzicky zapadne, Cipset
urCuje, jak spolu budou komponenty komunikovat.

1. Patice procesoru (Socket)

Patice je mechanicky a elektricky konektor na zakladni desce. Rozdéluje se podle zplsobu, jakym jsou
reseny kontaktni piny.

Typy konstrukci

e LGA (Land Grid Array): Piny jsou umistény prfimo v patici na zakladni desce. Procesor ma na
spodni strané pouze kontaktni plosky. Tento systém je odolnéjsi pfi manipulaci s procesorem,
ale vyzaduje extrémni opatrnost pfi montazi do desky. (Pouziva Intel a nové i AMD AMS5).

¢ PGA (Pin Grid Array): Piny jsou na procesoru. Patice na desce ma pouze otvory. Pfi
neopatrné manipulaci hrozi ohnuti pind na CPU. (Starsi platformy AMD, napr. AM4).

Aktuadlni prehled patic (2024-2026)

Vyrobce|Patice Typické procesory Poznamka

Legendarni patice s dlouhou podporou, stale popularni
pro budget sestavy.

AMD |AM5 Ryzen 7000 - 9000+ |Moderni LGA patice, podpora pouze pro DDR5 paméti.
Intel |LGA1700 Core 12., 13. a 14. gen |Hybridni architektura (P-cores a E-cores).
Intel |LGA1851 Core Ultra 200 a nové&jsi|Nova patice pro nejnovéjsi generace procesord.

AMD AM4 Ryzen 1000 - 5000

2. Cipset (Chipset)

Cipset je ,mozkem" zakladni desky. Je to sada ¢ip(, kterd fidi komunikaci mezi procesorem, paméti
RAM, grafickou kartou a Ulozistém.

Tridy ¢ipsetu (Hierarchie)

Vyrobci déli Cipsety do tfid podle vybavy a moznosti taktovani:
A) Zakladni (H-Intel / A-AMD)

* Priklad: Intel H610, AMD A620.
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e Urceni: Kancelarska prace, multimédia.
* Omezeni: Méné USB portd, méné linek PCle pro rychlé disky, chybi podpora taktovani.

B) Stredni trida (B-Intel / B-AMD)

¢ Priklad: Intel B760, AMD B650.

Vv

* Vlastnosti: Dobra vybava, u AMD podpora taktovani, u Intelu obvykle jen taktovani RAM.
C) High-end (Z-Intel / X-AMD)

 Priklad: Intel Z790, AMD X670E/X870.

« Urceni: Nadsenci, tvlrci obsahu, extrémni hraci.

 Vlastnosti: Maximalini pocet PCle 5.0 linek, nejlepsi chlazeni napajeci kaskady, plna podpora
taktovani CPU.

3. Na co si dat pozor pri vybéru?

DOLEZITE: Fyzické kompatibilita (stejna patice) nezaru¢uje automaticky funkénost. Vzdy
zkontrolujte seznam podporovanych CPU (CPU Support List) na webu vyrobce zakladni desky.

* Verze BIOSu: Nové;jsi procesory Casto vyzaduji aktualizaci BIOSu u starSich desek se stejnou
patici.

» Napdjeci kaskada (VRM): Vykonné procesory (i9, Ryzen 9) vyzaduji desku s kvalitnim
chlazenim kolem patice, jinak se bude procesor v zatézi podtaktovavat.

» Generace PCle: Levnéjsi ¢ipsety mohou omezovat rychlost modernich SSD disk{ (napf. pouze
PCle 3.0 misto 4.0/5.0).

Navazujici clanky:

e Procesor (CPU) - Podrobny rozbor
e Operacni paméti a jejich frekvence
e Zaklady taktovani procesoru
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